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Abstract of DE1 9749650 

The smart card has a main body (4) that has a pianar antenna embedded into the base. A contact 
spring (9) is set into a hole in the carrier and this is contacted by a module (1 ) that has the integrated 
circuit chip (7) on the surface that is set into a cavity. This is embedded into a suitable resin. An 
Independent claim is included for a method for manufacturing of electrical connection of module 
comprising electronic components, inserted in cavity of card body of chip card. 
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© Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbindung eines in einer Kavitat eines Kartenkorpers einer 

Chipkarte eingesetzten, eiektronische Komponenten aufweisenden Moduls 
(57) Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbin- 
dung eines m einer Kavitat eines Kartenkorpers einer 

Chipkarte eingesetzten, eiektronische Komponenten auf- 
weisenden Moduls mit einer Antennenschicht oder An- 

tennenspule, wobei in den Kartenkorper im Bereich der 

Kontakte fur die Antennenschicht oder Antennenspule 

rnindestens eine Ausnehmung je Kontakt eingebracht 

wird, und die Ausnehmung zum seitlichen Fixieren eines 

elastische Eigenschaften aufweisenden Kontaklelemen- 

tes, insbesondere einer Schraubendruckfeder dergestalt 

dient, daft die Enden des Kontaktelementes die Kontakt- 

flache fiir die Antennenschicht oder -spule einerseits und 

die Gegenkontaktfiachen des Moduls andererseits beruh- 

ren. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer 
elektrischen Verbindung eines in einer Kavitat eines Karten- 
korpers einer Chipkarte eingesetzten elektronischen Moduls 5 
mit einer Antennenschicht oder Antennenspule. 

Chipkarten fur die kontaktbehaftete, aber auch kontakt- 
lose, d. h. induktive Dateniibertragung weisen einen mit 
dem Kartenkorper verbundenen Chipkarten-Modul auf, der 
einen auf einem Kunststofftrager befindlichen Halbleiter- 10 
chip umfaBt, welcher bei kontaktbehafteten Karten mit ei- 
nem galvanisch erzeugten Kontaktfeld verbunden ist. In ei- 
nem Kartenlesegerat werden diese Kontaktflachen elek- 
trisch abgetastet, so daB die gewiinschte Kommunikation 
moglich wird. 15 

Bei kontaktlos, induktiv arbeitenden Systemen erfolgt die 
Datenuberrnittlung durch elektromagnetische Wechs elf el- 
der, mittels wenigstens einer in der Chipkarte bzw. im Kar- 
tenkorper angeordneten Induktionsspule bzw. Antennen- 
spule. 20 

Bei sogenannten Kombikarten sind beide oben erwahnten 
Systeme in einer Karte vereint. Die Kombikarte verfugt 
demnach sowohl uber ein Kontaktfeld fur die kontaktbehaf- 
tete Ubertragung als auch iiber einen induktiv koppelbaren 
Kontakt. Hierfur ist es erforderlich, neb en den elektrisch lei- 25 
tenden Verbindungen vom Halbleiterchip zum System fur 
die kontaktbehaftete Ubertragung auch Verbindungen zum 
System fur die induktive Datenuberrnittlung herzustellen. 

Bei einem bekannten Verfahren zur Herstellung einer 
Chipkarte, insbesondere sole her, bei der sowohl Mittel zur 30 
kontaktlosen Dateniibertragung als auch die erwahnte galva- 
nische Kontaktebene vorhanden sind, wird in einen Karten- 
korper ein Modul eingebracht, welcher einen IC-Chip um- 
fafit 

Der Modul wird in eine Kavitat, die z. B . durch Frasen er- 35 
zeugt wurde, in den Kartenkorper eingelegt und mittels Fii- 
gen oder dergleichen mit dem Kartenkorper unter Erhalt ei- 
ner entsprechenden mechanischen Verbindung laminiert. 

Eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Modul und 
Kartenkorper bzw. auf dem Kartenkorper befindlichen Kon- 40 
takten, die mit der Induktionsspule in Verbindung stehen, 
kommt beispielsweise dadurch zustande, daG ein anisotro- 
per leitender Klebstoff im Bereich der AnschluBstellen und/ 
oder der Verbindungsstellen des jeweiligen Mittels fur eine 
kontaktlose Dateniibertragung aufgetragen und der Kleb- 45 
stoff zumindest im Bereich der AnschluBstelle soweit ver- 
dichtet oder komprimiert wird, daB eine elektrisch leitende 
Briicke entsteht. 

Im Falle eines Klebstoff es mit leitenden Parti keln fuhrt 
dies also dazu, daB die Partikel im Bereich zwischen den 50 
AnschluBstellen und dem Mittel fur die kontaktlose Daten- 
iibertragung sich beriihren, woraus die gewiinschte leitende 
Verbindung resultiert. 

Es sind Chipkarten bekannt, bei welchen im Kartenkorper 
eine aus Draht gewickelte Spule vorgesehen ist, deren En- 55 
den mil Antennenkontakten des Chips bzw. seines Tragers 
oder Moduls .verbunden sind. Die Gesamtanordnung wird 
im Kartenkorper eingegossen, wobei die Herstellung im ein- 
zelnen technologisch sehr aufwendige Schritte umfaBt. 

Dariiber hinaus wurden bereits Chipkarten vorgestellt, bei 60 
welchen die Antenne aus einer Antennenschicht herausge- 
atzi wurde, wobei die Antenne Chipkontakte aufweist, wel- 
che iiber einen- leitenden Kleber mil. den Antennenkontakten 
des Chips bzw. seines Tragers oder Moduls verbunden sind. 

.Ms hai sich jedoch gezeigl, daB das erfordcrliche Druck-, 65 
Ternperal.ur- und Zeitregime zur Herstellung zuverliissiger 
sowohl elektri scher als auch mechanischer Verbindungen 
engen Toleranzcn unlcrlicgl, so daB bei nichl opl imalen Ver- 



fahrensparametern die Langzeitstabilitat derart hergestellter 
Kombikarten reduziert ist, und daB es aufgrund der Abmes- 
sungen und der plastischen Eigenschaften des Moduls sowie 
des Kartentragers zu Verwindungen und Verspannungen in 
der Karte mit.der Folge von Kontaktstorungen und damit ge- 
ringerer Zuverlassigkeit kommen kann. 

Ein weiteres Problem besteht darin, daB die zu iiberbruk- 
kenden Abstande zwischen den Kontakten fur die Antenne 
und den Gegenkontakten fur die elektronischen Komponen- 
ten des Moduls eine GrbBe besitzen, die nicht ohne weiteres 
durch Leitkleber oder Lot iiberbruckbar ist. Auch hat es sich 
herausgestellt, daB aufgrund nicht gegebener Vertraglichkeit 
leitfahiger Kleb stoff e einerseits und Laminatklebstoffen an- 
dererseits die Stabilitat der Verbindungen nicht die ge- 
wiinschten langzeitstabilen Eigenschaften besitzen. 

Aus der DE 195 00 925 Al ist eine Chipkarte zur kon- 
taktlosen Dateniibertragung vorbekannt, welche ein separat 
in den Kartenkorper eingebautes Ubertragungsmodul auf- 
weist. Weiterhin ist eine Antenne in Form einer Spule zur in- 
duktiven Daten- und Energieubertragung und/oder in Form 
elektrisch leitender Schichten zur kapazitiven Ubertragung 
vorhanden. Zur elektrischen Kopplung an das Chipmodul 
weist das Ubertragungsmodul AnschluBflachen auf. Zwi- 
schen den Kontakten im Kartenkorper und den Antennen- 
kontakten ist ein diese lei tend verbindendes, elastische Ei- 
genschaften aufweisendes Kontaktelement oder ein elek- 
trisch leitfahiger StutzfuB, in Form eines Bolzens, angeord- 
net. Die vorbekannte Verbindungsanordnung weist jedoch 
Nachteile bei mechanischen Belastungen der Chipkarte auf, 
so daB deren Zuverlassigkeit im taglichen Einsatz einge- 
schrankt ist. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Verfahren zum 
Herstellen einer elektrischen Verbindung eines in einer Ka- 
vitat des Kartenkorpers in einer Chipkarte eingesetzten, 
elektronische Komponenten aufweisenden Moduls mit einer 
Antennenschicht oder Antennenspule anzugeben, wobei die 
elektrische Kontaktsicherheit zwischen Modul und der An- 
tennenschicht oder der Antennenspule auch unter alien 
praktischen Umstanden und Gegebenheiten, auch bezuglich 
der Verwindungsbelastungen, gewahrleistet ist, so daB sich 
eine hohe Langzeitstabilitat und ausreichende Zuverlassig- 
keit, z. B. in einer sogenannten IC- Karte fur die kontaktbe- 
haftete und kontaktlose Dateniibertragung bzw. dem Daten- 
austausch zu einem Terminal ergibt. 

Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit einem 
Verbindungs verfahren nach den Anspruchen 1 oder 3, wobei 
der Unteranspruch eine zweckmaBige Ausgestaltung um- 
faBt, 

Die eingesetzte Chipkarte umfaBt einen Kartenkorper, 
eine aus diese m herausgearbeitete Kavitat, einen Chip oder 
andere elektronische Komponenten mir. Kontakten, insbe- 0 
sondere zum AnschluB einer Antenne und eine Antennen- 
schicht mit Antenneneinrichtungen, insbesondere einer 
Spule im Kartenkorper, welche Chipkont.akte zum Anschlie- 
Ben des Chips aufweist. Zwischen den einen groBeren Ab^"! 
stand .aufweisenden Chipkontakten und den Antennenkon- ■ 
takten wird diese lei tend verbindend ein elastische Eigen- 
schaften a ufweisendes Kontakt element^oder ein leitfahiger 
me t.aUisc h er B o lze n an geordnet*. ' ' "' | 

Im Falle der Verwendung eines elastische Eigenschaften 
a u f we i s e n de n Kontaktelemenj.es, i nsbesondere der Schrau - 
bendruckfeder, wird dieses beim Einsetzen des Chips bzw. 
eines Chipmoduls unter Spannung gehalten, wobei die Fe-" 
derenden mil. den sich im wesentliehen gegeniibersiehenden 
Koniaktllachen in Wechselwirkung irelen und Hon cine 
form- und/oder siolt'schlussige Verbindung eingehen. Da- 
durch daB die Koniaktllachen in der Kegel aus Kupfer enl- 
sprecliL-ndcr Duklililal bcsle hen, kann bei geeignclem Fc- 
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dennaterial von einer intermetallischen Verbindung im Be- 
reich der unmittelbaren Beruhrungsflachen der Federenden 
mit der Kontaktflache ausgegangen werden. 

Das elastische Eigenschaften aufweisende Kontaktele- 
ment bzw. der leitfahige metaliische Bolzen befindet sich in 
einer Ausnehmung im Kartenkorper, deren Bodenflache 
durch die entsprechende Kontaktflache, die hin zur Antenne 
fuhrt und ein Bestandteil dieser Antenne ist, gebildet wird. 

Anstelle einer zylindrischen Schraubendruckfeder kann 
eine solche in Kegelstumpf- oder Tonnenform bevorzugt 
eingesetzt werden. Insbesondere der vorgesehene progres- 
sive Verlauf der Federkennlinie einer Kegelstumpffeder ist 
bei geeigneter Dimensionierung fur dieLangzeitkontaktsta- 
bilitat nach dem Laminieren oder Einkleben des Moduls von 
Vorteil. 

In Abhangigkeit von den zu iiberbruckenden Abstanden 
zwischen den sich gegenuberliegenden Kontaktflachen kann 
auch die Verwendung einer Tellerfeder von Vorteil sein. 

Beim Verbindungsverfahren wird in den Kartenkorper im 
Bereich der Kontakte fur die Antennenschicht oder Anten- 
nen spule mindestens eine Ausnehmung je Kontakt einge- 
bracht, wobei die Ausnehmung dem seitlichen Fixieren des 
elastische Eigenschaften aufweisenden Kontaktelementes, 
insbesondere der erwahnten Schraubendruckfeder dient. Die 
in die Ausnehmung eingebrachte Feder beruhrt einerseits 
die Kontaktflache fur die Antennenschicht oder -spule und 
andererseits die Gegenkontaktflache des Moduls unter Er- 
halt der gewunschten elektrischen Eigenschaften. Die Di- 
mensionierung des elastischen Kontaktelementes wird so 
gewahlt, daB im Zustand der fertigen Karte, d. h. bei ver- 
klebtem bzw. laminiertem Modul ausreichende Federkrafte 
zur Verfugung stehen, um auch bei Verwindungen oder son- 
stigen mechanise hen Belastungen eine elektrische Kontak- 
tierung zu gewahrleisten. 

In einer Variante des Verbindung sverfahrens wird in die 
mindestens eine Ausnehmung, die im Kartenkorper vorhan- 
den ist , _ein l eitf ahiger jnetallischer Bolzen derart ..einge- 
bracht, daB die En den des Solzens die Kontaktflachen fiir 
die Antennenschicht- oder spule einerseits und die Gegen- 
koritaktflachen des Moduls andererseits beriihren und dort 
durch Leitkleber oder Loten mit diesem verbunden werden. 
Die Kontaktierung des leitf ahigen metallise hen Bolzens mit 
der im Kartenkorper bzw. der Ausnehmung befindlichen 
Kontaktflache wird zweckmaBigerweise vor dem Einsetzen 
des Moduls ausgefuhrt und hinsichtlich der Kontaktqualitat 
kontrolliert. 

Die so vorkonfektionierte Karte nimmt dann den Chip- 
modul auf, wobei der Modul mit dem Chip face-down in die 
Kavitat eingesetzt und dort mittels Kleben bzw. Laminieren 
mit dem Kartenkorper verbunden wird. Uber eine aufge- 
brachte Leitklebermenge, die sich au f d er Obe rseite_d es me- 
tallisc hen Bolzens be fmde.L-kann_der.am Modul be find lie he 
Gegenkontakt elektrisch kont.aktiert werden. Insbesondere 
dann, wenn diese G eg en kontaktierung durch Loten erfolgt, 
ist aufgrund der Vorkonfektionierung die therrnische Bela- 
st.ung bei diesem Lotschritt. gering. 

Die Erfindung soli nachstehend anhand eines Ausfuh- 
rungsbei spiels sowie unter Zuhilfenahme von Figuren naher 
erlautert werden. 

Hierbei zeigt: 

Fig. la einen Querschnitt durch eine Chipkarte mit. Aus- 
nehmung fiir das Kontaktelement und Kavitat fur den Mo- 
dul; 

Fig. lb eine Darstellung nach Fig. la. jedoch mil bereits 
in der Ausnehmung befindlichem elastischem Kontakiele- 
ment, namlich einer Schraubendruckfeder, und 

Fig. lc einen Querschnitt durch eine Karte mil eingesetz- 
lem Modul unci hcrgesielltcr elcki.rischer Verbindung uber 




das elastische Kontaktelement. 

Bei dem anhand der Fig. la bis lc beschriebenen Ausfuh- 
rungsbeispiel wird von einem zu uberbruckenden Kontakt- 
abstand zwischen dem Modul 1 bzw^jler^Antennenan- 
5 sc hi uB kontakte 2 und den Kon,takterT3'im^Kartenk6rper 4 im 
Bereich von im wesendich'en >0,5 mm ausgegangen. Die 
Kontakte 3 stehen mit einer^nte nnensp ulje,.5-in"Verbindung 
oder sind Bestandteil derselben. 

Wie die Figuren zeigen, ist im Kartenkorper eine Kavitat 
10 6 eingebracht, die der Aufnahme des Moduls 1 dient. Auf 
dem Modul 1 befindet sich, wie in Fig. lc erkennbar, ein 
face-down montierter Chip 7. 

Der Kartenkorper 4 weist im Bereich der Kontakte 3 eine 
Ausnehmung 8 auf. Diese Ausnehmung 8 dient dem seitli- 
15 chen Fixieren eines elastischen Kontaktelementes, im ge- 
zeigten Beispiel einer Schraubendruckfeder 9. Anstelle die- 
ser Schraubendruckfeder 9 kann auch ein elektrisch leitfahi- 
ger oder mit einem leitfahigen Uberzug versehener, elasti- 

scher Kunsts toffk5rper Verwend ung fi nden. 

20 "Beim linJmontageschnliffi; h. dem Einsetzen des Moduls 
1 mit Chip 7 in die Kavitat 6 und Verbinden mit dem Karten- 
korper 4 tritt die AntennenanschluBkontaktflache bzw. der 
AntennenanschluBkontakt 2 in Wirkverbindung mit dem 
oberen Ende der Schraubenfeder 9 unter Erhalt eines elektri- 
25 schen Kontaktes. Durch die beim Ausbilden der Feder ent- 
stehenden oder durch Schliff erzeugten scharfkantigen. Fe- 
derenden wird in Verbindung mit der Duktilitat des ublichen 
Kupferkontaktflachenmaterials eine kraft- und formschlus- 
sige Verbindung erreicht, die intermetallische Eigenschaften 
30 auf weist. 

Bei einem nicht zeichnerisch dargestellten Ausfuhrungs-V 
beispiel wird anstelle einer Schraubenfeder 9 ein metalli- 1 
scher Bolzen mittels Leitkleber oder durch Loten in der 
Ausnehmung 8 fixiert, so daB sich ein vorgefertigter Karten- 

35 korper mit Primar-Antennenspulenkontaktierung ergibt. 

Nach vorzugsweise elektrischer Prufung dieses Primar- 
kontaktes wird dann der Modul 1 mit dem Kartenkorper 4 
verbunden, wobei der AntennenanschluBkontakt dann eben- 
falls mittels Leitkleber und/oder Loten realisiert werden 

40 kann. Trotz der Warmekapazitat des metallischen Bolzens, 
der der Uberbruckung der Kontaktabstande dient, ist durch 
die Zweiteilung des Verbindungsschrittes bei der abschlie- 
Benden Lotung nur eine geringe Warmeenergie notwendig, 
so daB die therrnische Belastung im Bereich der aktiven 

45 Bauelemente, namlich des Chips, gering gehalten werden 
kann. 

Mittels der vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbei- 
spiele gelingt es in besonders vorteilh after Weise, elektri- 
sche Verbindungen auch uber einen grofi en Abstand gegen- 

50 U^eriiEgeTiderT^^ hinaus, ins- 

besondefe beim elastischen Kontaktelement, in der Lage 
sind, Biegespannung und Biegekrafte, die beim Betrieb oder 
dem Einsatz der Chipkarte regelmaBig'auftreten, aufzuneh- 
men, ohne daB. die Kontaktsicherheit und Langzeit.st.abilit.at 

55 beeintrachtigt wird. 

Patent.anspruche 

1 . Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Verbin- 
60 dung eines in einer Kavitat. eines Kartenkorpers einer 

Chipkarte eingesetzten, elektronische Komponenten 
aufweisenden Moduls mit einer Antennenschicht oder 
Antennenspule, wobei in den Kartenkorper im Bereich 
der Kontakte fiir die Antennenschicht oder Antennen- 
65 spule mindestens eine Ausnehmung je Kontaki einge- 

bracht wird, und die Ausnehmung zum seitlichen Fi- 
xieren eines elastische Eigenschaften aufweisenden 
Kontaktelementes, insbesondere einer Schrauben- 
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5 

druckfeder dergestalt dient, daB die Enden des Kon- 
taktelementes die Kontaktflache fur die Antennen- 
schicht oder -spule einerseits und die Gegenkontaktfla- 
chen des Moduls andererseits beriihren. 
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 5 
net, daB als ela stischesj jlejnent ein leitfahiger Kunst- 
s togkorpexe ingesetzt wird. 

^r^rfahren zur Herstellung einer elektrischen Ver- 
bindung eines in einer Kavitat eines Kartenkorpers ei- 
ner Chipkarte eingesetzten elektronische Komponen- 10 
ten aufweisenden Moduls mit einer Antennenschicht 
oder Antennenspule, wobei in dem Kartenkorper im 
Bereich der Kontakte fiir die Antennenschicht oder An- 
tennenspule mindestens eine Ausnehmung je Kontakt 
eingebracht wird, wobei die Ausn ehmung zumjeitli- 15 
chen Fixieren eines leitfahigen me tallischen Bolzens 
dergestalt dient, daB die Enden des BoTzens "die Kon- 
taktflache fiir die Antennenschicht oder -spule einer- 
seits und die Gegenkontaktflachen des Moduls anderer- 
seits beriihren und d ort du rc h Leitkleber oder Loten mit 2 0 
diesen verbunden werden. 
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